
精确检索 快速检索 高级搜索

   卷：    起始页：     科学通报 GO

    首 页    期刊简介     编委会     投稿指南     期刊订阅     广告合作     下载中心     留言板     联系我们     English

科学通报   2013, Vol. 58  Issue (35): 3704-3716    DOI: 

专辑: 材料基因组计划 

半导体集成与封装中基于微观组织的多物理场耦合模拟
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